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RC118单芯片——无线发射集成芯片IC

 特点 

・发射功率：13dBm 

・调制模式：OOK/ASK 

・关断电流：75nA 

・发射电流：8mA 

・长按10秒自动断电 

 应用 

・安防门禁系统 ・无线报警器 

・安全防火系统 ・无线遥控 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 系统框图与典型应用图 

 
图1：315M,433.92M四按键应用图 

 
注1：R5推荐值（200,1K）范围，默认1K，R5在PCB布局时要靠近芯片5脚放置； 

注2：当遥控外部环境静电比较严重时，8脚可以加上50Ω 电阻R8去增强遥控ESD能力。 

 

 概述 

RC118集成315M和433M声表面波振荡器、
RF和1527编码IC，其设计更简单、编码方式更灵活、
成本低、体积小，完全符合FCC、CE等认证标准。 

RC118内置的按键检测自动关断功能使待机电
流最小化，还集成了输出端过流保护、片内过温保
护和电源欠压异常保护等功能。 

RC118很容易构建无线收发系统，它只要外围
加2个电感3个电容、电池及按键，即可做成完整的
无线遥控器。 
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图2：315M,433.92M四按键低成本应用图 

 
注1：R5推荐值（200,1K）范围，默认1K，R5在PCB布局时要靠近芯片5脚放置； 

注2：当遥控外部环境静电比较严重时，8脚可以加上50Ω 电阻R8去增强遥控ESD能力。 

 

 

 

 

 

 

 

 引脚定义 

引脚 

顺序 

引脚 

名称 
I/O 功能 

1 G33 I/O 电源地 

2 PAOUT I 功率放大器输出 

3 LED O 数据发射指示灯 

4 D0 I 
数据输入位（内部带20K下拉电阻） 

数据码1000 

5 D1 I 
数据输入位（内部带20K下拉电阻） 

数据码0100 

6 D2 I 
数据输入位（内部带20K下拉电阻） 

数据码0010 

7 D3 I 
数据输入位（内部带20K下拉电阻） 

数据码0001 

8 V33 I/O 电源电压 
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 数据格式 

同步 内码 C0～C19（一百万组） D0 D1 D2 D3 

 
3种时钟频率可选：OSC CLOCK=138.9KHz  OSC CLOCK=102.6KHz  OSC CLOCK=81.4KHz 

分别对应码宽是：920.2us  1247us  1573us 

 

 

 

 

 电气特性 

 极限工作条件 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

电源电压范围 VDD 1.5 5.0 V 

工作环境温度范围 TA －40 85 ℃ 

工作结温范围 TJ －40 150 ℃ 

储存温度 TSTG －50 150 ℃ 

注3: 为保证器件可靠性和寿命，以上绝对最大额定值不能超过。否则，芯片可能立即造成永久性损坏或者其可靠性大大恶化。若输入端电压

在可能超过VDD/GND的应用环境中使用，推荐使用一个外部二极管来保证该电压不会超过绝对最大额定值。 

 推荐工作条件 

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压 VDD  1.8 3 3.6 V 

工作环境温度 Ta  -20 25 85 ℃ 

负载阻抗 RL   50  Ω  

 直流特性（DC） 

VSS=0V, VDD=3V, Ta=25ºC, 除非特殊说明. 

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

同步： 

DATA(H) 

DATA(L) 

定义：1LCK=8 个 OSC CLOCK 

4LCK 124LCK 

4LCK 12LCK 

4LCK 12LCK 



  RC118_V2.4 

  单芯片——无线发射集成芯片 IC 

 www.radiolinks.cn  -4-  
 

苏州锐迪联电子科技有限公司 

电源电压 VDD  2 3 3.6 V 

工作电流 IDD VDD=3V 13dBm 6 8 10 mA 

关断电流 ISD D<0:3> floating  75 90 nA 

 模拟特性 

VSS=0V, VDD =3V, Ta=25ºC,315M模式, 除非特殊说明. 
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

输出功率(315M) PO 
RL=50Ω , VDD=3V  13  dBm 

RL=50Ω , VDD=3.6V  14  dBm 

输出功率(433M) Po 
RL=50Ω , VDD=3V  13  dBm 

RL=50Ω , VDD=3.6V  14  dBm 

载波温度系数 Tf VDD=3V, (-25℃,70℃)   250  KHz 

载波相对频率稳定度 fr VDD=3V, Ta=25℃  ±100  Khz 

载波绝对频率精准度 fa VDD=3V, Ta=25℃  ±300  Khz 

二次谐波 P2 VDD=3V, Ta=25℃  -47  dB 

三次谐波 P3 VDD=3V, Ta=25℃  -52  dB 
 

 
 
 
 
 
 

 芯片焊接注意事项 

由于本产品为热容量较小的小型构造，因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则可能会因热变形

而造成破损，引起频偏等特性变动。请使用非腐蚀性的松香型助焊剂。 

 

1、手焊接（样品测试） 

· 请使用头部温度在 260 ～ 300 ℃（30 W）的电烙铁 在 5 秒以内实施作业。 

· 请充分清洗电烙铁头。 

 

2、回流焊接（贴片厂 SMD） 

推荐的回流炉温度设置条件如下所示。 

 
图2：RC118推荐回流炉温曲线图 
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 封装规格 

SOP8 

 


